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1. Tipuri de asamblare
(IPC-2222)

m Components (mounted) on only one side of the board
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(not shown) as described in the legend.

Legend:

Class A = Through-hole component mounting only

Class B = Surface mounted components only

Class C = Simplistic through-hole and surface mounting intermixed assembly

Class X = Complex intermixed assembly, through-hole, surface mount, fine pitch BGA

Class Y = Complex intermixed assembly, through-hole, surface mount, ultra fine pitch, chip scale
Class Z = Complex intermixed assembly, through-hole, ultra fine pitch, COE, flip chip, TAB




WL LRA Components (mounted) on both sides of the board
E 2-Sided Thru-hole (NOT RECOMMENDED)
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2. Plantarea componentelor

123 mm (0.050 in} —= —
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Recomandarile IPC-SM-782
La plantarea automata a componentelor THD trebuie tinut cont si de:
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3. Lipireain val

Dimensionarea padurilor de lipire THD trebuie - Min, Leac
sa permita umplerea completa a gaurilor
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Nivelul de productibilitate (A, B, C) reprezinta un -. |
2

Max. Hole

indicator al dificultatii de realizare a unei anumite
caracteristici de proiectare

Level A General Design Complexity—Preferred -
Level B Moderate Design Complexity—Standard -ﬁ}”% /7%_ W

Level C  High Design Complexity—Reduced _
A Diagonal
v s B
Recomandarile IPC-2222 -

Lead Diameter Level A Level B Level C
Maximum hole to | Mo greater than 0.7 mm over Mo greater than 0.7 mm aver Mo greater than 0.6 mm over
minimum lead minimum lead diameter rinimum lead diameter minimum lead diameter
dlameter
Minimum hole to | Mo less than 0.25 mm over Mo less than 0.20 mm over Mo less than 0.15 mm over
maximum lead maximum lead diameter maximum diameter maximum lead diameter
diameter

Padurile de captura (solder thief) preiau surplusul de aliaj de lipire depus
de val si ajuta la evitarea scurtcircuitelor

P Dispunerea
L RN [ E00EY
| L :
: :
==l

/

= padurilor de captura

|

trebuie sa tina cont
de directia de
parcurgere a valului

! 1
| \ H
=) | | f
| i i
| 1 7 elx|
¥ BHEEE J
: e T _...___|r 3
| i
! 1




Pozitionarea componentelor SMD trebuie sa tina cont de directia de
parcurgere a valului pentru a evita mascarea prin gabarit a padurilor
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Recomandarile IPC-2221

5 Orientare constanta

Marcaj pozitie corecta <—1—

—> Spatiere uniforma

4. Lipirea manuala

Pentru lipirea manuald trebuie polder fron
asigurat accesul varfului de lipire | NEXP

la terminale cel putin de pe v\
partea opusa celei de montare h




5. Lipirea reflow

Echilibrarea profilurilor termice ale padurilor SMD evita ridicarea /
deplasarea componentelor datorita tensiunilor superficiale ce apar la
trecerea aliajului in stare lichida
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Recomandarile IPC-SM-782

Contactul pad-plan trebuie sa asigure decuplarea termica (thermal relief)

pentru a evita transferul in plan al caldurii necesare pentru lipire
» Conductie termica slaba Tn regim dinamic (la lipire)
» Conductie termica buna in regim stationar (in functionare)

* Minim doua trasee de contact (preferabil patru)

S . [ atimea totald a contactului pad-plan = 60% din
GD . l . dimensiunea minima a padului, calculata ca diametru

| - | . o o " o

.. | maxim gaura + 2*coroana metalica + toleranta

e « Latimea fiecarui traseu de contact = latimea totala a
Recomandarile IPC-2222  contactului/ numarul de trasee de contact



Gaurile de trecere trebuie pozitionate suficient de departe de paduri
pentru a nu absorbi pasta de lipire
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Recomandarile IPC-SM-782

via langa pad

Aceeasi problema apare si
daca placa urmeaza a fi lipita
in val, chiar daca nu exista
contact intre pad si via

val lipire
S

Geometrii de distributie (fanout)
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6. Amprente de cablaj standard
(IPC-7351)

@ Baza de date gratuita continand amprentele SMD standard IPC-7351 !!!
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http://landpatterns.ipc.org



/. Figiere de fabricatie

» Masca de depunere a pastei de lipire (paste
mask)

Fisier grafic (Gerber)

Contine deschiderile in masca de depunere a pastei
Necesar doar pentru lipirea reflow

» Fisierul de plasare (pick & place)

- Fisier text

- Contine  pozitionarile  si
componentelor

-  Se utilizeaza
robotilor de gaurire

> Figierul de inspectie

- Fisier grafic (Gerber)

- Contine pozitia, orientarea gi
gabaritul fiecarei componente

- Se utilizeaza pentru programarea

orientarile

pentru programarea
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8. Documentarea proiectulul

» Desenele de asamblare (assembly drawing) 1,5&;;; L m |
- Contin pozitionarile tuturor componentelor :ffg;;“ = 2
- Pentru referentiere pot include si desenul traseelor /  ~ *«"fm =5 o Bt
gaurilor (o S5 Mi L
o B S|~ F e

- Includ informatii asociate componentelor, prea mici 7 2=as: — 4§

pgntru a fi reprezentate pe placa cu vopsea aﬁf%," l§:w s
(silkscreen) P S e S oy L B i

» Desenele mecanice (mechanical

drawing) PR

- Contin descrierea mecanica a placilor si o 1/ |
(daca e cazul) a panourilor de asamblare %l M

- Includ pozitionarile elementelor "% J;;L — -
importante pentru asamblare (semne de e [

aliniere, gauri tehnologice, etc)

> Note de fabricatie

- Grosimile depunerilor de pasta de lipire

- Indicatori de calitate (forma lipiturilor, tolerante la pozitionare, etc)

- Specificatii de proces (succesiunea operatiilor, compozitia aliajului, temperaturi
maxime admise, etc)

- Cerinte de procesare suplimentare (fixare componente mari, acoperire de

protectie, etc)




